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Part no. / Part marked/ | Quality class/| Contact plating/ Capacitance value/ } L.
Art.-Nr. / Bedruckung: Giitestufe: Kontakt Veredelung: Kapazitétswert: Technical specification/
24-007503 3 Soldﬂflash_ over nickel Technische Daten:
g sber flcke, Working voltage/ 100 VDC
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel
24-007502 2 20 win Gold iiber min. 50 pin Nickel 870 pF + 20 % Betriebsspannung:
30 pin hard gold over min. 50 pin nickel |IEC 664-1
24-007501 1 30 pin Gold iber min. 50 pin Nickel . 5A
24-007513 3 Gold flash over nickel Current ratmg/,
B Gold iiber Nickel Strombelastbarkeit:
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel H P
24-007512 2 20 pin Gold ber min, 50 pin Nicke! 830 pF + 20 % ;ns/utllatlondres;st;nce/ >1GQ
24-007511 1 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel solationswiaerstand-
B 30 pin Gold iber min. 50 uin Nickel Dielectric 424 VDC
Gold flash over nickel i i
24-007523 3 Gold iiber Nickel \éVIthStandfln? \l/(OItt a[?y?/(/ .
24-007522 2 20 pin hard gold over min. 50 pin nickel pannungsfestigkeit ):
3 20 pin Gold diber min. 50 pin Nickel 1300 pF £ 20 % Temperature -25°C..+105°C
30 pin hard gold over min. 50 pin nickel i
24-007521 1 30 pl;ln Gold L‘ibgr min. 50 pin Nickel . WOI'klng range/
Umgebungstemperatur:
Capacitance value/ see Table/
Kapazitatswert: siehe Tabelle
Mating cycles/ Quality class 1 = 500
Steckzyklen: Gltestufe 1
Riveted insert/ anllty class 2 = 200
Hohiniete GUteS,th e 2
Quality class 3= 50
Glitestufe 3
Materials/
Werkstoffe:
Contact/ Cu alloy, Au over Ni
Kontakt: Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt
Insulator/ High temp. PA UL 94 V-0
Isolierkérper:
Shells/ Steel, Sn over Ni
Gehéuse:
Riveted insert/ Cu alloy, Sn over Ni
Hohlniete:

Mounting bracket with fixing plate/
Befestigungswinkel mit Zentrierplatte

Grounding bracket with snap/
Erdungswinkel mit Clip

Mounting bracket with fixing plate/
Befestigungswinkel mit Zentrierplatte:

High temp. PA UL 94 V-0

Grounding bracket with snap/
Erdungswinke! mit Clip:

Cu alloy, Sn

Installation specification/

Montagedaten:

Solder parameter/
Létparameter:

Solder preheat
temperature/
Vorheiztemperatur:

Solder bath temperature/
Létbadtemperatur:

100 °C for 30 sec./
100 °C fiir 30 Sek.

260 °C for 5 sec./
260 °C fiir 5 Sek.

PCB hole drillings/
Leiterplattenbohrbild:

see sheet 2/
siehe Seite 2

PCB snap for hole
diameter/

PCB Clip fiir
Lochdurchmesser:

@3,1 mm

Circuit board thickness/
Leiterplattenstarke:

1,6 mm

E—@» dim. in mm

D-SUB C-Filter Female 25pos. Solder pin angled 0.370inch

Date/oamm Name with mounting bracket, grounding bracket with snap and riveted insert
gderz awn/12109.2022  JBrandt D-SUB C-Filter Buchse 25pol. Létstift abgewinkelt 9.4mm
;;gd-/ 11.10.2022|  H.Schmidt mit Befestigungswinkel, Erdungswinkel mit Clip und Hohlniet
scale/Matstab:
Index:  a Original - ”\I.I.'@ gv.v,%no / 24K1A2380 DAlg
RoHS compliant/ konform “' 1/2
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PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)
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E’@ dim. in mm D-SUB C-Filter Female 25pos. Solder pin angled 0.370inch
Date/oamm Name with mounting bracket, grounding bracket with snap and riveted insert
drawn/]a1.092022|  J.Brandt D-SUB C-Filter Buchse 25pol. Lotstift abgewinkelt 9.4mm
;ggd-/ 11.102022|  H.Schmidt mit Befestigungswinkel, Erdungswinkel mit Clip und Hohlniet
scale/Mastab:
. dwg no / DIN-
Index:  a Original 2 ”\I.I-'®Z"nr“' 24K1A2380 A3
RoHS compliant/ konform “’ 2/2
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